


• 측정 시험편 : 기판은 300 ± 30μm 두께의 Si-wafer(2”)를 사용하며, 기판의 길이는 폭의 10배 정도로 합니다.

• 박막의 두께는 기판 두께에 비해 1/50 이하가 되도록 합니다.

• Substrate의 곡률 또는 변위 측정에 기초한 방식(Laser optical method)에 의한 박막 잔류 응력 측정

• 비정질 상태의 박막 응력 측정 가능

• 1차원 레이저 어레이를 사용하여 단일 레이저 대비 높은 곡률 분해능을 구현

• 간단한 원클릭 조작법

레이저 광학 기반의 곡률 및 박막 잔류 응력 측정

시스템으로 기판/박막 복합체의 변형된 곡률을 측정하여

박막의 잔류 응력을 계산합니다.

코팅된 기판의 Young’s modulus, Poisson’s ratio, 두께, 박막의 두께, 그리고 곡률을 안다면 Stony 공식을 이용하여 박막의 잔류응력을 알 수

있습니다. 곡률은 Motorized moving stage 위에 놓여진 시편으로부터 반사된 Laser beam의 반사각도를 측정하여 계산됩니다.



• 자동 레이저 스폿 감지

• 자동 노출 제어를 통해 검출기 영상의 포화를 방지

• 강도, 차등 스폿 간격, 곡률, 잔류 응력의 실시간 플로팅

• 박막/기판 복합체의 곡률과 Stoney 공식을 이용하여

잔류 응력 산출

• ASCII, Excel 또는 바이너리 형식의 데이터 내보내기 기능

• 측정 결과 리포트 출력 기능

• Windows 10 기반의 사용자 친화적인 인터페이스



장비 일반

곡률 반경 측정 범위 0.8m ~ 200m

곡률 측정 분해능 1 x 10−4𝑚𝑚−1 ( rms : 5 x 10−4𝑚𝑚−1 )

외형 크기 (W x D x H) 560 x 290 x 200 𝑚𝑚𝑚𝑚3

장비 무게 30 kg

전압 및 주파수 24VDC, 4.16A (AC/DC 어댑터 제공)

소비 전력 Max. 100 W (PC 제외)

Laser 사양

형식 HeNe Laser

파장 632.8 nm

출력 파워 0.8mW

Detector 사양

분해능 4096 x 2160 pixel (8.95MP)

픽셀 크기 3.45 µm x 3.45 µm

센서 크기 14.131 mm x 7.452 mm

프레임 속도 13 fps full resolution
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